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	OLE_LINK18
	1.2026年上半年公司半导体业务收入增速较快，该板块的收入结构是怎么样的？
	OLE_LINK14

	2.今年以来光通信行业景气度较高，公司是否明显感受到客户扩产带来的设备需求增长？
	回复：从目前客户交流及项目推进情况看，行业扩产较为积极，增量需求主要来自三个方面：一是客户扩产带动排
	3.这一轮光通信行业需求比较旺盛，从客户扩产到最终体现在公司收入端，一般需要多长时间？
	4.目前光通信设备的新增订单主要来自老客户扩产，还是新产品、新客户导入？
	5.请介绍Flip Chip应用及客户导入进展。
	6.请介绍公司在Hybrid Bonding领域的布局及研发进展。
	回复：Hybrid Bonding是公司持续关注和开展技术储备的方向。随着先进封装向高密度、高性能发
	7.与海外先进封装设备厂商相比，公司在精度、效率、工艺能力和客户验证方面分别处于什么阶段？
	OLE_LINK15

	8.公司和施耐博格目前主要有哪些合作？这块业务现在进展怎么样？
	9.公司传统消费电子业务今年怎么样？怎么看后续发展？
	回复：公司消费电子业务整体保持平稳，公司持续围绕核心客户的新产品、新工艺需求开展设备开发和交付。未来
	10.结合目前订单和项目交付节奏，公司如何看待下半年及明年的经营趋势？
	先进封装方面，裸芯片分选、Die Attach和Flip Chip等产品正在推进客户验证和导入，TC
	由于设备从需求确认、下单到交付验收需要一定周期，行业需求、设备订单与报表收入之间可能存在时间差，具体
	11.请公司介绍一下光模块自动化设备的在手订单、客户情况、后续新品进展开发，面向CPO和NPO进展如何？
	12.光芯片自动化设备的扩产速度如何，当前产能能够支撑多少收入？
	13.公司在光芯片的排bar、拆bar设备的技术壁垒在哪里？
	14.NPO包括后续1.6T、3.2T设备的升级，公司主要提供的光通信设备会有怎样的升级和变化？
	15.公司目前是否布局硅光晶圆测试设备？
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